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Abstract (en)
[origin: CN209150334U] An electronic device arrangement (1) is described, comprising: a first device part (2) having a first printed circuit board (9);
and a second device part (3) having a second printed circuit board (6).The first and second device parts are designed to overlap one another in a
planar manner. The first and second circuit boards form two layers spaced apart from each other when the first and second device parts lie flat on
top of each other, and at least one wall of the device housing (5, 8) of one of the two device parts lies between the first and second circuit boards.
The first and second circuit boards have contact areas. According to the utility model, a third contact element is provided, which can be electrically
conductively connected indirectly to the contact region of the first circuit board via the first contact element and can be electrically conductively
connected directly or indirectly to the contact region of the second circuit board via the second contact element, said thirdcontact element passing
through the at least one wall.

Abstract (de)
Eine Geräteanordnung (1) mit einem ersten Geräteteil (2), das eine erste Leiterplatte (9) hat, und einem zweiten Geräteteil (3), das eine zweite
Leiterplatte (6) hat, wird beschrieben. Das erste und zweite Geräteteil (2, 3) sind zur flächigen Anordnung aufeinander ausgebildet. Die erste
und zweite Leiterplatte (9, 6) bilden zwei voneinander beabstandete Lagen, wenn das erste und zweite Geräteteil (2, 3) flächig aufeinander
angeordnet sind, und sich zumindest eine Wandung eines Gerätegehäuses (5, 8) eines der beiden Geräteteile (2, 3) zwischen der ersten und
zweiten Leiterplatte (9, 6) befindet. Die erste und zweite Leiterplatte (9, 6) haben Kontaktbereiche. Es ist ein drittes Kontaktelement vorgesehen, das
mit einem Kontaktbereich der ersten Leiterplatte (9) mittelbar über ein erstes Kontaktelement (11, 29) und mit einem Kontaktbereich der zweiten
Leiterplatte (6) unmittelbar oder mittelbar über ein zweites Kontaktelement (14) elektrisch leitend verbindbar ist, wobei das dritte Kontaktelement (15,
28) die zumindest eine Wandung durchgreift.
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